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(57) Спосіб сівби рижію та внесення добрив, що 
включає ранньовесняний та передпосівний обро-
біток ґрунту, сівбу та внесення добрив, який відрі-
зняється тим, що разом з ранньовесняним та пе-
редпосівним обробітком перемішують з ґрунтом 
поверхнево розкидану стартову дозу добрив або 
спрямовують останню у тукові щілини, які викону-
ють з двостороннім відхиленням від вертикалі та з 
перекриттям між собою, а припосівний розподіл 
насіння здійснюють на різних по глибині рівнях у 
суміжні зустрічно скеровані або на одному по гли-
бині рівні у паралельно поперемінні і синусоїдаль-
ні борозенки, котрі формують зі ступінчасто-
гребеневим дном-ложем та після зароблення в 
них насіння поверхневий шар ґрунту ущільнюють. 

 

 
У виробничих умовах для сівби насіння зерно-

вих, зернобобових та дрібно насіннєвих олійних 
культур використовують рядковий і вузько рядко-
вий способи сівби [1]. Недоліком відомих способів 
є нерівномірний розподіл насіння по площі нарівні 
з нераціональним внесенням стартової дози доб-
рив. 

Відомий спосіб сівби, що включає формування 
сошниками борозенок з укладанням в них насінин 
та вдавлювання останніх в фунт дна борозенок [2]. 
При цьому способі насіння розміщується у стрічках 
з недостатнім ґрунтовим контактом, що призво-
дить до неможливості створення найкращих умов 
проростання насінин та подальшого розвитку рос-
лин. 

Відомий спосіб сівби сільськогосподарських 
культур, який включає формування гребенів і висів 
насіння в борозенки, які розміщують на верхівках 
гребенів [3]. Недоліком такого способу є те, що при 
використанні гребеневої сівби на полях з оптима-
льним вмістом вологи відбувається пересихання 
верхнього шару ґрунту, що призводить до різкого 
зниження рівня надходження вологи до рослин, а 
це суттєво знижує енергію проростання та уро-
жайність. 

Відомий спосіб висіву насіння та внесення до-
брив, сутність якого полягає в тому, що заробку 

добрив здійснюють у вертикальні щілини, які вико-
нують під прямим кутом одна до одної, а через 
вершини утворених поміж ними квадратних чару-
нок формують борозенки і висівають в них насіння 
[4]. На практиці даний спосіб важко здійснити. От-
же, при роздільному внесенні добрив та висіві на-
сіння неможливо виконати узгоджений і точний 
висів насінин по центру тукових квадратних чару-
нок. 

Відомий також спосіб внесення добрив та по-
сіву насіння шляхом нарізання у ґрунті щілин, роз-
поділ в них насінин та дози добрив з подальшою 
їхньою заробкою [5]. Хоча в цьому способі рівно-
мірно розподіляють добрива по всьому дну туко-
вих борозенок, однак це не забезпечує їхнього 
раціонального споживання кореневою системою 
висіяних рослин. 

Метою винаходу є підвищення врожайності 
культури шляхом поліпшення умов її розвитку. 

Поставлена мета досягається тим, що в спо-
собі сівби рижію та внесення добрив, який включає 
ранньовесняний та передпосівний обробіток ґрун-
ту, сівбу та внесення добрив, відповідно до вина-
ходу, разом з ранньовесняним та передпосівним 
обробітком перемішують з ґрунтом поверхнево 
розкидану стартову дозу добрив або спрямовують 
останню у тукові щілини з двостороннім відхилен-
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ням від вертикалі та з перекриттям між собою, а 
припосівний розподіл насіння здійснюють на різних 
по глибині рівнях у суміжні зустрічно скеровані або 
на одному по глибині рівні у паралельно чергуючі 
синусоїдальні борозенки, котрі формують зі ступі-
нчасто-гребневим дном-ложе та після зароблення 
в них насіння поверхневий шар ґрунту ущільню-
ють. 

Сутність запропонованого технічного рішення 
пояснюється кресленнями, де на Фіг.1 та Фіг.2 по-
казані технологічні схеми припосівного розподілу 
насінин та добрив на посівні ложа; на Фіг.3 показа-
ний поперечний розріз тукових борозенок, розріз 
А-А на Фіг.1; на Фіг.4 показаний поперечний розріз 
насіннєвих борозенок, розріз Б-Б на Фіг.2. Спосіб 
здійснюють таким чином. Слідом за збиранням 
врожаю попередника (озимої пшениці чи ярого 
ячменю), якщо верхній шар ґрунту достатньо пух-
кий, проводять лущення стерні дисковими лущи-
льниками, а коли ґрунт пересушений та ущільне-
ний: - застосовують дискові борони. Глибина 
обробітку залежить від фізичного стану, вологості, 
механічного складу ґрунту, характеру забур'янено-
сті і становить від 6-8 до 10-12см. Повторне лу-
щення стерні проводять після внесення гною до-
зою 25-30т/га, який заробляють оборотними 
плугами в нижню частину орного горизонту. Для 
кращого вологонакопичення за осінньо-зимово-
ранньовесняний період доцільно разом з зябле-
вою оранкою проводити грунтопоглиблення орного 
шару. Рано навесні, як тільки настане фізична сти-
глість ґрунту, поверхнево розкидають стартову 
дозу добрив, яку перемішують з ґрунтом при вико-
нанні ранньовесняного вирівнювального борону-
вання вздовж і поперек оранки та передпосівної 
культивації на різну глибину. Для кореневого вне-
сення стартової дози добрив культиватор доуком-
плектовують ложеутворювачами 1, які формують 
глибокі з двостороннім відхиленням від вертикалі 
та з перекриттям тукові щілини, на поверхню яких 
зі змінним рівнем концентрації спрямовують стар-
тову дозу добрив 2. На стояк ложеутворювача 
прилаштовують двосторонню лапу з рівнонахиле-
ними гранями, з тильного боку якої розосереджено 

приварюють зубові різальні елементи змінної тов-
щини. Формування за допомогою ложеутворювачів 
тукових лож у вигляді паралельних борозенок на 
різних рівнях дозволить раціональніше розподіля-
ти стартову дозу добрив. Припосівний розподіл 
насіння здійснюють на різних по глибині рівнях у 
суміжні зустрічно скеровані 3 або на одному по 
глибині рівні у паралельно чергуючі 4 синусоїда-
льні борозенки. При цьому каретки 5 і 6 із сошни-
ками 7 будуть вертно-поступно переміщуватись в 
протилежно-зворотному або в одному напрямках. 
Суміжні зустрічно скеровані синусоїдальні борозе-
нки розміщують на різних по глибині рівнях для 
більш якісного розподілу по їх поверхні насіннєво-
го матеріалу. При цьому зародковий шар ґрунту у 
різних по глибині посівних борозенках має однако-
ву товщину, а кожна висіяна насінина має рівні 
стартові можливості. В кожній насіннєвій борозенці 
дно-ложе 8 формують зі ступінчасто-гребеневим 
профілем, на яке розподіляють насінини 9. Після 
цього заробковий шар ґрунту над кожною насіннє-
вою борозенкою ущільнюють. 

Використання запропонованого способу сівби 
рижію та внесення добрив дозволить створити 
сприятливі температурні, водні та повітряні умови 
для дружного проростання насіння з подальшим 
розвитком рослин. За рахунок цього знижуються 
втрати ґрунтової вологи, зменшується ущільнення 
ґрунту і не порушується його структура, а сівба на 
ділянках поля повздовж схилів повністю виключає 
водну ерозію ґрунту та забруднення довкілля за-
лишковими добривами. 
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